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▼表一 Data Center用伺服器冷卻液「DAISAVE SS-110」、「DAISAVE SS-49」、「DAISAVE SS-54」、
「TSS-12」的物性值

Properties Unit
DAISAVE Series TSS-12 

(In dev.)SS-110 SS-49 SS-54
Boiling Point ˚C 110 49 54 43
Freezing Point ˚C <-130 <-90 -92 <-94
Liquid Density g/cm3 1.78 1.61 1.39 1.54
Kinetic Viscosity mm2/s 0.95 0.36 0.4 0.37
Heat of Vaporization kJ/kg 94* 98* 174* 115.4
Specific Heat kJ/(kg·K) 1.03 1.10 1.31 1.16**

Thermal Conductivity W/(m·K) 0.064 0.064 0.081 0.063
Coefficient of Expansion 1/K 0.0014 <0.002 0.0017 TBD
Dielectric Strength kV >40* >40* 26* TBD
Volume Resistivity Ohm·cm 1013 * 1016 * 109 * TBD
Dielectric Constant @50 GHz - 1.9* 1.8* TBD TBD
Flash Point ˚C None None None None
GWP - <100** <20** 101(AR4) <50**

除非另有說明，否則代表性物性為25˚C下的測試數據。以上所記載的數值僅為代表值，不是保證值。
*室溫(20~25˚C)下的測量值；**計算值
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▼表二 Data Center伺服器冷卻液「DAISAVE

SS-54」、「DAISAVE SS-110」、「DAISAVE SS-
49」的材料相容性評估結果

Material
DAISAVE

SS-54 SS-110 SS-49
ABS A A A
AS A A A
PS A A A

PMMA C A A
PVC A A A
PP A A A
PE A A A
PC A A A

m-PPE A A A
PET A A A
PBT A A A
PA6 A A A
PA66 A A A
POM A A A
PPS A A A

PTFE A A B
FEP A A A
PFA A A B

ETFE - A A
Epoxy glass A A A

PF A A A
CR B A B

CSM A A A
EPDM B A A

IIR B A A
NBR C A A
NR B A A
U C A A

Aluminum A A A
Copper A A A
Brass A A A

SUS304 A A A
Nickel A - A
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▼表三 DAISAVE SS-54、SS-110及SS-49的熱穩定性測試結果

DAISAVE SS-54 DAISAVE SS-110 DAISAVE SS-49
Period

[month]
Purity

[GC area%]
F ion
[ppm]

Period
[month]

Purity
[GC area%]

F ion
[ppm]

Period
[month]

Purity
[GC area%]

F ion
[ppm]

0 >99 <0.1 0 >99 <0.1 0 >99 <0.1
6 >99 <0.1 1 >99 <0.1 1 >99 <0.1
12 >99 <0.1 3 >99 <0.1 3 >99 <0.1
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▲圖二 沸騰曲線及沸騰傳輸率的試驗結果，(a)沸騰曲線。縱軸的熱通量為Φ20 mm沸騰傳熱面表面
的平均值，縱軸為沸騰表面的過熱度。CHF表示臨界熱通量。(b)傳熱率。縱軸的傳熱率為
Φ20 mm沸騰傳熱面表面的平均值。橫軸為通過14 mm見方的銅塊的熱通量，模擬來自CPU
的熱通量（晶片熱通量）


